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1 Nazwa Organizowanego Szkolenia: 

 
IPC-7711A/7721A – Naprawa i Modyfikacja Uk
adów Elektronicznych oraz P
yt 

Drukowanych – Komponent I 

2 Sesje Szkoleniowe z Wykazem Niektórych, Istotniejszych Zagadnie� : 

 Wst� p: 

�  przedstawienie programu szkolenia, 

�  przedstawienie trenerów i uczestników, 

�  zasady panuj� ce podczas szkolenia (kontrakt),  

�  poznanie si�  wzajemne uczestników szkolenia, 

 

1. Instytucje zajmuj � ce si �  standaryzacj �  bran � y elektronicznej 

�  Kiedy i gdzie powsta
y? 

�  Jaki przy� wieca im cel? 

�  Mo� liwo� ci przyst� pienia do organizacji standaryzuj� cych? 

�  Zadania cz
onków organizacji standaryzuj� cych. 

 

2. Terminy i definicje wyst � puj � ce we wspó
czesnych standardach 

elektronicznych 

�  Klasy produktów 

�  Klasyfikacja po
� cze�  elektronicznych 

�  Konstrukcje specjalistyczne 

�  Metodologie inspekcji 

�  Narz� dzia powi� kszaj� ce i o� wietlenie 

�  Narz� dzia i materia
y, 
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3. Obs
ugiwanie Zespo
ów Elektronicznych  

�  Podstawowe zasady BHP obowi� zuj� ce na stanowisku pracy 

�  Definicja wy
adowania elektrostatycznego i przepi� cia 

elektrycznego 

�  Zapobieganie wy
adowaniu elektrostatycznemu i przepi� ciu 

elektrycznemu 

�  Bezpieczna stacja robocza pod k� tem wy
adowa�  

elektrostatycznych 

�  Uszkodzenia fizyczne zespo
ów elektronicznych 

�  Zanieczyszczenia zespo
ów elektronicznych 

�  Obs
ugiwanie zespo
ów elektronicznych po lutowaniu  

 

4. Budowa i konfiguracja p
ytek drukowanych 

�  materia
 podstawowy, 

�  p
ytka jednostronna bez metalizacji, 

�  p
ytka dwustronna bez metalizacji, 

�  p
ytka dwustronna z metalizacj� , 

�  p
ytka wielo-warstowa, 

�  p
ytka elastyczna, 

 

5. Podstawy lutowania: 

�  Informacje ogólne, 

�  Spoiwa o
owiowe, 

�  Spoiwa bezo
owiowe, 
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�  Ró� nica miedzy spoiwami o
owiowymi i bezo
owiowymi, 

�  Rodzaje topników, 

 

6. Rodzaje komponentów elektronicznych 

�  Komponenty przewlekane, 

�  Komponenty powierzchniowe, 

 

7. Obs
uga stacji lutuj � co-rozlutowuj � cych 

�  Rodzaje stacji lutowniczych, 

�  Rodzaje stacji rozlutowuj� cych, 

�  Budowa grotów, 

�  Podstawowe zasady obs
ugiwania stacji lutowniczych i demonta� owych, 

 

8. Kryteria monta � u komponentów elektronicznych wykonanych w 

technologii przewlekanej:  

�  monta�  komponentu – orientacja pozioma i pionowa, 

�  monta�  komponentu – formowanie wyprowadze�  – zagi� cia 

odpr�� aj� ce 

�  monta�  komponentu – formowanie wyprowadze�  – uszkodzenia 

�  monta�  komponentu – wyprowadzenia krzy� uj� ce si�  z 

przewodnikami 

�  monta�  komponentu – urz� dzenia DIP/SIP i gniazda 

�  monta�  komponentu – wyprowadzenia radialne – pionowe 

�  monta�  komponentu – wyprowadzenia radialne – poziome 

�  radiatory 
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�  izolatory i zwi� zki termiczne 

�  zabezpieczenie elementu – 
� czenie klejem – elementy 

podniesione i nie podniesione 

�  otwory nie metalizowane – wymagania ogólne 

�  otwory metalizowane – wymagania ogólne 

�  przewody po
� czeniowe – wymagania ogólne 

 

8. Kryteria monta � u komponentów elektronicznych wykonanych w 

technologii powierzchniowej: 

�  monta�  komponentów z wykorzystaniem kleju 

�  monta�  komponentów chip z zako� czeniami tylko dolnymi, 

�  monta�  komponentów chip z zako� czeniami wyst� puj� cymi z 1, 3 

lub 5 stron, 

�  monta�  komponentów MELF, 

�  monta�  komponentów o wielo-wypustowych wyprowadzeniach, 

�  monta�  komponentów o wyprowadzeniach utworzonych z 

p
askiej ta� my ukszta
towanych w kszta
cie skrzyd
a mewy i litery 

L, 

�  monta�  komponentów o wyprowadzeniach w kszta
cie litery J, 

�  monta�  komponentów o wyprowadzeniach ta� mowych 

uformowanych w kszta
cie skierowanej do wewn� trz litery L, 

�  monta�  komponentów o wyprowadzeniach w kszta
cie litery I, 

�  komponenty chip – monta�  w stosy i do góry nogami, 

�  anomalie lutowania komponentów powierzchniowych – brak 

wspó
p
aszczyznowo� ci, 

�  przewody po
� czeniowe – wymagania ogólne 
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10. Techniki monta � u elementów elektronicznych: 

�  Monta�  elementów przewlekanych: 

o Formowanie, kszta
towanie, 

o Przycinanie wyprowadze�  komponentów, 

�  Monta�  PGA i z
� cza: 

o Metoda z wykorzystaniem fali selektywnej, 

�  Monta�  komponentu Chip, 

o Metoda z wykorzystaniem pasty lutowniczej, 

o Metoda punkt-punkt, 

�  Monta�  komponentu z wyprowadzeniami w kszta
cie skrzyd
a mewy: 

o Metoda wielu wyprowadze�  – górna powierzchnia 

wyprowadzenia, 

o Metoda wielu wyprowadze�  – ko� cówka palca, 

o Metoda punkt-punkt, 

o Metoda z wykorzystaniem pasty lutowniczej/gor� ce powietrze, 

o Ko� cówka (grot) w kszta
cie haka/drut lutowniczy na 

wyprowadzeniu, 

o Grot ostrzowy z drutem, 

�  Monta�  komponentu z wyprowadzeniami w kszta
cie litery J: 

o Metoda z wykorzystaniem drutu lutowniczego, 

o Metoda punkt-punkt, 

o Metoda z wykorzystaniem pasty lutowniczej/gor� ce powietrze, 

o Metoda wielu wyprowadze� , 

�  Monta�  BGA/CSP: 
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o Metoda z wykorzystaniem drutu lutowniczego do wype
nienia 

pól 

o Metoda z wykorzystaniem pasty lutowniczej do wype
nienia 

pól 

o Procedura reballing-u BGA, 

�  Usuwanie zwar� : 

o Metoda przeci� gania ko� cówki (grota), 

o Metoda ponownego rozprowadzania, 

o Metoda przeci� gania ko� cówki (grota), 

o Metoda ponownego rozprowadzania, 

 

11. Zaj� cia praktyczne 

�  Obs
uga stacji lutuj� co-rozlutowuj� cych, 

�  Analiza komponentów przewlekanych i powierzchniowych, 

�  Monta�  komponentów przewlekanych, 

�  Monta�  komponentów powierzchniowych, 

�  Analiza wykonanych po
� cze�  lutowanych 

 

12.  Podsumowanie 

 

3 Informacja o Uzyskanych Certyfikatach po Uko� czeniu Szkolenia: 

 Osoby ko� cz� ce szkolenie otrzymaj�  nast� puj� ce certyfikaty: 

a) IPC-7711A/7721A CIS - Mi� dzynarodowy Certyfikat IPC, 

b) Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej 
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4 Korzy� ci Wnikaj � ce z Obytego Szkolenia: 

 Uczestnicy szkolenia: 

�  Posi� d�  informacje o podstawowych zasadach BHP i o obs
ugiwaniu 

elementów elektronicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

zjawiska wy
adowania elektrostatycznego i przepi� cia elektrycznego, 

�  Posi� d�  informacje na temat rodzajów p
yt drukowanych, 

�  Zdob� d�  informacje na temat podstaw lutowania – o
owiowe i 

bezo
owiowe, 

�  Posi� d�  informacje na temat rodzajów spoiw lutowniczych i topników, 

�  Zdob� d�  praktyczne informacje na temat stacji lutuj� co-

rozlutowuj� cych, 

�  Zdob� d�  informacj�  o rodzajach komponentów elektronicznych , 

�  Posi� d�  podstawowe informacje na temat kryteriów monta� u elementów 

przewlekanych i powierzchniowych, 

�  Posi� d�  praktyczne umiej� tno� ci monta� u komponentów przewlekanych 

i powierzchniowych, 

5 Czas Trwania Szkolenia: 

 - 24  godziny (3 dni), 

6 Charakter Szkolenia: 

 Szkolenie jest treningiem teoretyczno-praktycznym, w trakcie którego zostan�  

zastosowane powszechne metody dydaktyczne zwi� kszaj� ce efektywno��  szkolenia, 

t.j. praca w grupach, obs
uga stacji lutuj� co-rozlutowuj� cych, analiza elementów 

elektronicznych – przewlekanych i powierzchniowych, analiza typów p
ytek 

drukowanych, analiza nowych technik lutowania elementów przewlekanych i 

powierzchniowych. W czasie poszczególnych zada�  uczestnicy pracowa�  b� d�  w 

ma
ych i du� ych grupach, dyskutuj� c, wspó
pracuj� c i opracowuj� c wnioski. 
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Zdobywanie nowych umiej� tno� ci w trakcie szkolenia ma charakter teoretyczno-

praktyczny, co wymaga prowadzenia zaj��  w formie wyk
adów, � wicze�  i warsztatów 

tak, aby w mo� liwie najwi� kszym stopniu sprzyja
y sytuacjom i problemom, z jakimi 

spotka si�  absolwent szkolenia w realiach wykonywanej pracy 

7 Materia
y Szkoleniowe: 

 Indywidualnie dla ka� dego uczestnika materia
y szkoleniowe w tym wzory 

dokumentów i formularzy do � wicze� , wydruk prezentacji, d
ugopis, notatnik. 

8 Pozosta
e Pomoce Szkoleniowe: 

 Laptop z projektorem multimedialnym lub rzutnik z foliami, ekran, flipchart, 

flamastry; materia
y do tworzenia strefy EPA w tym: � luza EPA, oznaczenia strefy 

wyj� cia/wej� cia, materia
y statycznie bezpieczne, buty, opaski nadgarstkowe i na 

obuwie, r� kawice statycznie bezpieczne, fartuchy, krzes
a, maty pod
ogowe i sto
owe, 

materia
y do tworzenia pod
ogi statycznie bezpiecznej, pojemniki statycznie 

bezpieczne, naklejki na wyposa� enie, jonizatory, mierniki pomiaru wilgotno� ci, 

mierniki pomiaru rezystancji powierzchniowej, mierniki pomiaru warto� ci 

generowanych i zgromadzonych 
adunków; pakiety elektroniczne wykonane w 

technologii przewlekanej i powierzchniowej s
u�� ce do ukazania technik demonta� u, 

zestawy praktyczne (p
ytki komponenty) do tworzenia po
� cze�  wykonanych w 

technologii przewlekanej i powierzchniowej, zestawy praktyczne (p
ytki komponenty) 

do nauki technik demonta� u po
� cze�  wykonanych w technologii przewlekanej i 

powierzchniowej, stacje lutownicze, groty, stacje rozlutowuj� ce, stacje nadmuchu 

gor� cego powietrza, g
owice do demonta� u komponentów elektronicznych, automaty 

lutownicze, urz� dzenia pick&place, rentgeny do sprawdzania BGA po lutowaniu, 

drukarki szablonowe, topniki, spoiwa lutownicze, narz� dzia r� czne, � rodki do 

czyszczenia pakietów elektronicznych, lupy, mikroskopy, maty sto
owy statycznie 

bezpieczne, tygle lutownicze. 

9 Pozosta
e Informacje o Szkoleniu: 
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 Szkolenie realizowane w dwóch formach: 

·  szkolenia otwarte - w siedzibie firmy RENEX , 

·  szkolenia zamkni� te – wyjazdowe, realizowane u klienta, 

W trakcie szkolenia dla ka� dego uczestnika zapewniono równie� : 

·  obs
ug�  dwóch przerw kawowych, 

·  lunch, 

10 Informacje Dotycz� ce Wielko� ci Grupy (w przypadku szkole�  wyjazdowych, 

realizowanych u klientów): 

 - minimalna wielko��  grupy – 13 osób, 

- maksymalna wielko��  grupy – 18 osób, 

 


